PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR A MODULELOR ELECTRONICE	LABORATOR
Laboratorul nr. 8
Proiectarea structurii de interconectare PCB
Obiective: În urma efectuării lucrării de laborator se învaţă pașii necesari pentru realizarea PCB:
· Deschiderea unei scheme existente și copierea într-un alt proiect;
· [bookmark: _Hlk26377262]Definirea formei poligonale a unei plăci PCB utilizând comanda Pick;
· Plasarea găurilor de prindere a plăcii și plasarea componentelor;
· Configurarea straturilor (layer-elor) și editarea culorii lor;
· Încărcarea cu cupru a planelor definite;
· Realizarea traseelor pe top și pe bottom.

Tema a 8-a (T8)
[bookmark: _Hlk26378416]Utilizând OrCAD PCB Editor, proiectați PCB-ul pentru circuitul din fig. L8-1. Pentru schemă se pot descărca fișierele T7.opj și T7.DSN sau se folosește desenul creat în L07. Traseul conectat la pinul 2 al conectorului J2 se denumește +5V.
[image: ]
Fig. L8-1.

Circuitul din fig. L8-1 arată cum se interfațează un senzor de umiditate relativă și temperatură, DHT11, cu microcontrolerul PIC12F1822. Acest microcontroler are doar 8 pini și 6 dintre ei pot funcționa ca pini de I/O. Pentru afișarea valorilor de temperatură și umiditate relativă este utilizat un afișor LCD iar pentru a realiza interfața cu un LCD este utilizat un registru de deplasare pe 8 biți, cu intrare serială și ieșire paralelă, de tipul SN74HC595.
Afișorul LCD se conectează prin intermediul unui conector cu 16 pini iar senzorul cu ajutorul unui conector cu 3 pini (senzorul are 4 pini, unul fiind neconectat – NC). Tensiunea de alimentare de +5V se conectează la montajul electronic cu ajutorul unui conector cu 2 pini.

Modul de lucru

1. Deschiderea unei scheme existente
· Se descarcă T7.opj și T7.DSN prin Save Link As...;
· Se creează un nou proiect, T8 unde se copiază schema din tema T7;
· Traseul conectat la pinul 2 al conectorului J2 se denumește +5V;
· Se creează fișierele netlist.
2. Definirea formei poligonale a unei plăci PCB
· Pentru realizarea conturului poligonal, în foaia de lucru din PCB Editor, clic pe Outline  Design, parametrul Design edge clearence se alege egal cu 100 mils, apoi clic pe butonul Draw polygon (fig. L8-2);

[image: ]
Fig. L8-2.
· Se deschide fereastra Pick dând clic pe butonul P din josul ferestrei de lucru;
· Se introduc pe rând coordonatele colțurilor (fig. L8-3), începând cu 0,0, urmat de clic pe butonul Pick din această ferestră, apoi următoarele coordonate și anume 1900,0 și așa mai departe până se ajunge din nou la 0,0;
[image: ]
Fig. L8-3.
3. Plasarea găurilor de prindere
· Place  Mechanica Symbols, se alege MTG125 și se așează ca în fig. L8-2.
· Se salvează, File  Save As..., cu denumirea T8-1.brd.
4. Plasarea componentelor
· Place  Components Manually… și se aduc componentele ca pe fig. L8-4:
[image: ]

Fig. L8-4.
· Placa pe care apar componentele se salvează cu numele T8-2.brd.
5. Configurarea straturilor (layer-elor)
· Se configurează layer-ele de proiectare astfel încât să existe 2 straturi electrice externe (TOP și BOTTOM) și 2 straturi electrice interne, de tip ”plan de referință” (PLANE), izolarea dintre straturile electrice făcându-se prin straturi dielectrice (DIELECTRIC);
· Setup  Cross Section…;
· În freastra Cross Section Editor din fig. L8-5, în coloana Name, clic dreapta pe stratul sub care se dorește introducerea unui nou strat și din meniul derulant se alege Add Layer Below;
· În coloana Layer se alege una din opțiunile posibile: Conductor pentru strat elelctric conductor (trasee), Plane pentru stratul electric tip ”plan de referință” sau Dielectric pentru strat izolator;
· Clic pe OK.
[image: ]
Fig. L8-5.
6. Editarea culorii straturilor
· Setup  Colors… sau clic pe butonul [image: ]. Se deschide fereastra din fig. L8-6;
· Pentru stratul Layer_1 se poate alege o altă culoare decât cea pentru Layer_2, de preferință diferită de cea a traseelor d epe Top și Bottom;
· Clic pe OK;
· Placa cu cele 4 straturi și culori editate se salvează cu numele T8-3.brd.

[image: ]
Fig. L8-6.
7. [bookmark: _Hlk26195508]Încărcarea cu cupru a planelor definite
· Outline  Plane... și se dă OK în fereastra de dialog din fig. L8-7:
[image: ]
Fig. L8-7.
· după care se deschide fereastra Plane Outline din fig. L8-8, unde la Net, dând clic pe Browse, apare fereastra Select a Net, se caută net-ul corespunzător alimentării de +5V, urmat de OK;
[image: ]
Fig. L8-8.
· Apoi clic pe butonul Draw Polygon și se descrie, cu clic stânga în colțuri, poligonul interior (partea utilă a plăcii), urmat de OK în fereastra Plane Outline;
· [bookmark: _Hlk26195582]După ce s-a încărcat cu cupru primul strat, LEYER_1, clic pe Shape  Change Shape Type;
· În fereastra Options se alege To dynamic copper;
· Clic pe plan pentru selecție și apare mesajul din fig. L8-9;
· se dă clic pe Yes;
[image: ]
Fig. L8-9
· clic dreapta, din meniul derulant se alege Done și planul de alimentare apare ca în fig. L8-10:
[image: ]
Fig. L8-10.
· Se repetă pașii de mai sus pentru LAYER_2, dar în fereastra Select a Net se alege traseul de masă, GND;
· La final, planul de masă arată ca în fig. L8-11:
[image: ]
Fig. L8-11.
8. Realizarea traseelor pe top și bottom
· Ca regulă generală, traseele așezate orizontal se fac pe o față (top sau bottom) iar cele așezate vertical pe (bottom sau top).
· [bookmark: _GoBack]Traseele de pe Top se prezintă pe fig. L8-12, iar cele de pe Bottom pe fig. L8-13:
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	Fig. L8-12.
	Fig. L8-13.



Cerinţe
· Realizarea conturului plăcii și plasarea găurilor de prindere;
· Plasarea componentelor;
· Configurarea layer-elor și schimbarea culorii la LAYER_1 și LAYER_2;
· Încărcarea cu cupru a planelor definite;
· Realizarea traseelor pe top și bottom.

	IMPORTANT
BUNA PRACTICĂ INGINEREASCĂ cere ca 
DESENUL să fie foarte CLAR,
să nu existe suprapuneri între înscrisuri şi elementele de circuit.
Toate înscrisurile (nume, valori, parametri) se deplasează până când se văd clar atât componentele cât şi înscrisurile.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezolvare T8
Se aduc în lucrare, pe rând cele 4 straturi:
TOP

BOTTOM

LAYER_1

LAYER_2
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